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Wasserbasierendes Medium zur Schablonen-Unterseitenreinigung in Druckern   
 
VIGON® UC 160 ist ein wasserbasierendes Reinigungsmedium zur Entfernung von Lotpaste von Schablonen in  
SMT-Druckern. Der Reiniger hat eine sehr gute Benetzungsfähigkeit auf dem Reinigungsvlies, was zu einer 
verbesserten Reinigungsleistung führt und somit ein Verschmieren der Lotpaste auf der Schablonenunterseite deutlich 
reduziert. Dies verhindert wiederum die Brückenbildung von Lotpaste auf den Baugruppen und sichert gute und 
zuverlässige Druckergebnisse. Des Weiteren ist VIGON® UC 160 wegen seiner sehr guten Arbeitssicherheit ein 
optimaler Ersatz für Isopropanol. 
 
 

Anwendungsbereich – Schablonenunterseitenreinigung im SMT-Drucker 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorteile gegenüber anderen Reinigungsmedien 

 
 VIGON® UC 160 entfernt effektiv die aktuellen bleifreien und bleihaltigen Lotpasten von Schablonen bei der 

Unterseitenreinigung in Druckern, sogar aus Fine-Pitch-Aperturen. 
 Der Reiniger ist besonders geeignet für den Druck nach Pause. 
 Bietet exzellente Benetzungsfähigkeit der Schablonen und daher eine erhöhte Reinigungsleistung, was das 

Verschmieren auf der Schablonenunterseite deutlich reduziert. So kann Brückenbildung auf Baugruppen 
vermieden werden. 

 VIGON® UC 160 sorgt durch eine gute Kantenstabilität für die Reduzierung von Lotperlen. 
 Hohe betriebsbedingte Sicherheit und optimaler Ersatz von Isopropanol wegen sehr guter Arbeitssicherheit, kein 

Flammpunkt, geringer VOC-Gehalt. 
 Das Reinigungsmedium ist geruchsarm. 
 VIGON® UC 160 ist von führenden Herstellern von Schablonendruckern für den Einsatz freigegeben. 

Einzelfreigaben können angefordert werden. 
 
 

Prozesse 

 

Reinigungsprozess 1. Reinigung 2. Vakuum 3. Trocknung 

SMT-Drucker VIGON® UC 160 Vlies Vlies 
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Maschinen Test Center Analytik Zentrum 

 

Unabhängige Test Zentren – Größte Auswahl an Reinigungsanlagen, -chemie & Analyse 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Besuchen Sie unser Maschinen Test Center und reinigen Sie Ihre Schablonen & Siebe unter realen Praxisbedingungen in Reinigungsanlagen führender internationaler 
Hersteller. Lassen Sie sich dabei herstellerunabhängig von unseren Prozessingenieuren beraten, um die für Ihre Anforderungen geeignetste Kombination von Anlage & 
Reiniger zu finden. Im Anschluss an die Reinigungsversuche werden alle Resultate sofort in unserem Analytik-Zentrum auf die gewünschte Reinheit überprüft. 

Kontaktieren Sie ZESTRONs Prozessingenieure für Reinigungsversuche: +49 8453 41995 318; techsupport@zestron.com 

 
 

Technische Daten 

 
Dichte (g/ccm) bei 20°C 1,00 

Oberflächenspannung (mN/m) bei 25°C 43,1 

Siedetemperatur °C 100 – 190 

Flammpunkt °C Keiner bis zum Siedepunkt 

pH-Wert 10g/l H2O Neutral 

Dampfdruck (mbar) bei 20°C Ca. 21,0 
Anwendungstemperatur  °C Raumtemperatur 

Einsatzkonzentration Fertigmischung Unverdünnt 

 
 

Product Features & Reinheitsstandards 

 
RoHS

&
WEEE
Compliant

 

100% konform mit den EU Richtlinien  
(RoHS 1, 2 & 3, WEEE) 

 

Baugruppen erreichen die Anforderungen des nachstehenden 
Standards, nachdem die Unterseite der für die Fertigung verwendeten 
SMT-Schablonen mit VIGON® UC 160 gereinigt wurde: 
 
 IPC-9202 Material and Process Characterization/Qualification   
 

PB
lead-free

 

Umfangreich getestet und zur Reinigung von bleifreien 
Lotpasten geeignet 

Reach

Compliant

 

Das Produkt ist frei von bedenklichen Inhaltsstoffen gemäß 
der SIN- & SVHC-Listen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zestron.com/en/compare-machines/machine-test-center.html
http://www.zestron.com/en/compare-machines/analytical-center.html
mailto:techsupport@zestron.com
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Umwelt- & Arbeitsschutz 

 
 VIGON® UC 160 ist wasserbasierend und biologisch abbaubar. 
 Das Reinigungsmedium ist frei von halogenierten Verbindungen formuliert. 
 Das Produkt ist nach EU-Norm nicht kennzeichnungspflichtig und unterliegt auch nicht der 

Gefahrgutverordnung. 
 Für den Einsatz am Arbeitsplatz beachten Sie bitte die Angaben im Sicherheitsdatenblatt. 

 
 

Verfügbarkeit, Lagerung & Entsorgung 

 

1 Liter    Verfügbar als einsatzfertige Mischung. 
 Es wird empfohlen, VIGON® UC 160 im Originalgebinde  

in einem Temperaturbereich von 5 - 30°C zu lagern. 
 Luftdicht verschlossen ist das Produkt unter diesen  

Bedingungen mindestens 5 Jahre haltbar.  
 

5 Liter   

25 Liter   

200 Liter   

 
 

Weitere Informationen zum Produkt 

 
 Material Compatibility 

Vor dem Einsatz des Reinigers bitte die Übersicht bzgl. der Materialverträglichkeit einsehen. 
 

 Evaluierungsleitfaden 
Leitfaden für den Einsatz zur Unterseitenreinigung in Druckern 
 

 Prozesszuverlässigkeit  
Zusatzinfo zum Thema Unterseitenreinigung in Druckern 

 
 Sicherheitsdatenblatt 
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